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Votre partenaire en connectique haute performance et systèmes d’attachement

Amphenol Air LB, spécialiste des systèmes d’interconnexion électriques et optiques, ainsi 
que des accessoires de câblage et d’attachement, étend son domaine de compétences à 
l’Electronic Packaging, en offrant des solutions combinant composants passifs et connec-

tique dans un boîtier intégré.

Electronic packaging : pourquoi ?

Intégrer des composants électroniques dans des systèmes d’interconnexion  
tout en simplifiant votre architecture.

Avantages :

• Optimisation de l’espace nécessaire (design) -> Gain de place 

• Temps d’intégration réduit -> Gain de temps 

• Une référence et un fournisseur uniques à gérer -> Simplification de la supply chain  

• Solutions stables et personnalisées 



ELECTRONIC PACKAGING

Aéronautique
Défense

Ferroviaire

Dr
oi

ts
 d

’a
ut

eu
rs

 : 
Av

io
ns

 ©
 A

IR
BU

S 
S.

A.
S.

 2
01

3 
– 

ph
ot

o 
by

 e
xm

 c
om

pa
ny

 |
 F.

 L
AN

CE
LO

T 
; H

él
ic

op
tè

re
 ©

 A
nt

ho
ny

 P
EC

CH
I |

 A
IR

BU
S 

He
lic

op
te

rs
 ; 

Ra
il 

©
 A

le
ks

an
da

r M
ija

to
vi

c 
| 

Fo
to

lia
 ; 

In
du

st
rie

 ©
 N

at
al

iy
a 

Ho
ra

 |
 F

ot
ol

ia
 ; 

Ce
nt

ra
le

 ©
 K

le
tr

 |
 F

ot
ol

ia
 ; 

Te
ns

io
n 

©
 R

um
ku

ge
l |

 F
ot

ol
ia

Service Clients - 2 rue Clément ADER, Zac de Wé  - 08110 Carignan - FRANCE
Tél : +33 (0)3 24 22 32 66 - Fax : +33 (0)3 24 22 38 72 - service-client@amphenol-airlb.fr - www.amphenol-airlb.frFLYER 05/19 - V1.0

Votre partenaire en connectique haute performance et systèmes d’attachement

QUELQUES EXEMPLES D’ELECTRONIC PACKAGING PASSIF

Boîtier de distribution d’alimentation électrique et de données 
pour système IFE en composite métallisé équipé de modules 
SIM EN4165 et intégrant un circuit imprimé multi-couches.

Modules porte-composants ou à composants insérés 

Modules offrant des connexions modulaires à très haute densité 
de câblage et des performances très élevées. Ils peuvent être 
constitués d’une partie connexion à jonction rapide étanche et 
d’un boîtier porte-composants.

Blocs écrêteurs

Bloc avec diode intégrée se fixant sur un socle de relais.

Mini MRP 

Boîte composite ou métallique ARINC 836 / Mini MRP équipée 
d’une interface à plusieurs cavités dérivée de la norme EN4165, 
acceptant tous les types de modules (optiques, électriques), 
notamment pour de la connectique MT.


